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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数種の溶融樹脂を積層状態で環状に押し出し且つその内側に空気を供給して筒状の多
層フィルムをブロー成形する金型装置であって、有底の円筒部を有する第１金型部材と、
入れ子状に重ねられて第１金型部材に収められた少なくとも１つの内側樹脂供給モジュー
ルと、最下流側の内側樹脂供給モジュールに重ねられた第２金型部材と、第１金型部材の
外周に配置された少なくとも１つの外側樹脂供給モジュールと、第２金型部材および外側
樹脂供給モジュールを被う状態に配置された第３金型部材とを備え、第１金型部材と内側
樹脂供給モジュールと第２金型部材とによって複数の内側層構成用の樹脂分配流路および
これらが合流する集合流路が形成され、第２金型部材と第３金型部材とによって前記の集
合流路の下流部分が形成され且つこれに連続する樹脂吐出口としてのオリフィスが形成さ
れ、第１金型部材と各外側樹脂供給モジュールと第３金型部材とによって複数の外側層構
成用の樹脂分配流路およびこれらが合流して前記の集合流路に至る第２の集合流路が形成
され、当該第２の集合流路は、前記の集合流路に対して、樹脂押出方向最下流側の内側層
構成用の樹脂分配流路よりも更に下流側で合流していることを特徴とする多層フィルムブ
ロー成形用の金型装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の金型装置であって、第１金型部材は、樹脂押出方向下流側が開放され
た有底の円筒部を有し、内側樹脂供給モジュールは、第１金型部材の円筒部に嵌合する円
筒部を樹脂押出方向下流側の端部に有する椀形に形成され、第２金型部材は、樹脂押出方
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向下流側の端部に円筒部を有する椀形に形成され、外側樹脂供給モジュールは、樹脂押出
方向下流側の端部の外周側が漸次縮径された円筒部を有し且つ第１金型部材の円筒部の外
周に配置され、第３金型部材は、樹脂押出方向下流側の内径部が漸次縮径された円筒部を
有し、内側層構成用の樹脂分配流路は、第１金型部材の内面の底面側と最上流側の内側樹
脂供給モジュールの逆円錘台状の外面との間、および、各隣接する内側樹脂供給モジュー
ルの内面と外面との間にそれぞれが形成され、集合流路は、第１金型部材の円筒部と各内
側樹脂供給モジュールの円筒部との間に形成され、オリフィスは、第２金型部材の円筒部
と第３金型部材の円筒部との間に形成され、外側層構成用の樹脂分配流路は、第１金型部
材の円筒部と外側樹脂供給モジュールの円筒部との間、各隣接する外側樹脂供給モジュー
ルの円筒部の内周面と外周面との間、および、最外周側の外側樹脂供給モジュールの円筒
部と第３金型部材の円筒部との間にそれぞれ形成され、第２の集合流路は、第１金型部材
の円筒部の樹脂押出方向下流側の端部および各外側樹脂供給モジュールの円筒部の樹脂押
出方向下流側の端部と第３金型部材の縮径部分との間に形成されている金型装置。
【請求項３】
　内側樹脂供給モジュールが２～５個配置され、外側樹脂供給モジュールが１～4個配置
されている請求項１又は２に記載の金型装置。
【請求項４】
　集合流路に対する第２の集合流路の合流点からオリフィスまでの距離が１０～３００ｍ
ｍに設定されている請求項１～３の何れかに記載の金型装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、多層フィルムブロー成形用の金型装置に関するものであり、詳しくは、異な
る種類の溶融樹脂を積層状態で環状に押し出し且つ内側から空気で膨張させることにより
円筒状の多層フィルムを成形する金型装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　各種の食品や衛生用品の包装には、ガスバリア性、耐熱性、耐薬品性などに関して異な
る特性の樹脂を多数積層した積層フィルムが使用される。多層フィルムは、樹脂の種類に
応じた数の押出機から共通の金型装置（多層ダイ）に溶融樹脂をそれぞれ供給し、金型装
置において多種の溶融樹脂を積層状態で環状に押し出しながら内側から空気で円筒状に膨
張させる共押出ブロー成形法によって製造される。なお、ブロー成形された筒状の多層フ
ィルムは、外側に空気を吹き付けて冷却した後、ニップロールによりシート状に潰されて
ロール状に巻き取られる。そして、袋状の包装材料として使用されたり、幅方向の端部を
トリミングして包装容器製造用のシート状材料などとして各種包装用途に使用される。
【０００３】
　上記のブロー成形に使用される金型装置としては、複数の環状のモジュール（ダイリン
グ）を入れ子状に積み重ね、各モジュールの間に形成された環状流路を通じて、各モジュ
ールの内周面側または外周面側に形成された円筒状の集合流路に各樹脂を分配することに
より、集合流路において溶融樹脂を積層し、所定の間隔のオリフィスから積層状態で樹脂
を環状に押し出す金型装置が各種提案されている（特許文献１～６参照）。
【０００４】
　積み重ねた複数のモジュールの内周面側に円筒状の集合流路を形成した金型装置の一例
としては、複数のダイス要素、環状のリップ及びマンドレル等を組み合わせて成る「多層
管状製品の螺旋送りダイス装置」が挙げられる（特許文献１）。斯かるダイス装置は、上
端（樹脂押出方向上流側の端部）に鍔が設けられ且つ中心線に沿って中心孔が穿孔された
逆円錘台状のベースと、ベースの下端（樹脂押出方向下流側の先端）に取り付けられた円
筒状のマンドレル（円筒形コア）と、先端側が僅かに縮径した円筒状に形成され且つマン
ドレル下端に取り付けられた環状リップ（環状リップ内側構成部材）と、上端（樹脂押出
方向上流側の端部）に鍔が設けられ且つマンドレル挿通用の穴が中心線に沿って形成され
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た逆円錘台状の複数（例えば４個）のダイス要素と、最下端側（最下流側）のダイス要素
の外周面を被う逆円錘台状の内部空間が形成された環状スペーサと、樹脂押出方向下流側
（先端側）の内径部を僅かに縮径させた環状外側リップ（環状リップ外側構成部材）とを
有し、かつ、マンドレルを相対的に挿通した状態に各ダイス要素および環状スペーサを順
次にベースの逆円錘台部分に積み重ね、更に環状リップ（環状リップ内側構成部材）を挿
通した状態に環状外側リップ（環状リップ外側構成部材）を積み重ねた構造を備えている
。
【０００５】
　上記のダイス装置では、ベースの鍔および各ダイス要素の鍔に設けられた導入ポートか
ら、ベース内部および各ダイス要素の鍔内部に各設けられた流路（チャンネル）を通じ、
ベースの逆円錘台部分の外周面に設けられた螺旋溝（螺旋グルーブ）、および、各ダイス
要素の逆円錘台部分の外周面に設けられた螺旋溝（螺旋グルーブ）に対して、それぞれ異
なる種類の溶融樹脂を供給し、各ダイス要素の内周面とマンドレルの外周面との間の流路
（環状の隙間）、環状リップ（環状リップ内側構成部材）と環状外側リップ（環状リップ
外側構成部材）との間の流路（環状の隙間）、および、その先端の環状オリフィスを通じ
て溶融樹脂を円筒状に吐出し、かつ、ベースの中心孔、マンドレル内部および環状リップ
（環状リップ内側構成部材）の孔を通じて空気を吹き出す様になされている。
【０００６】
　また、積み重ねた複数のモジュールの外周面側に円筒状の集合流路を形成した他の金型
装置の例としては、複数の椀型の樹脂供給モジュール（ダイス要素）及びサイジングリン
グ等を組み合わせて成る「多層フィルムブロー成形用金型装置」が挙げられる（特許文献
２）。斯かる金型装置は、上端面側（樹脂押出方向下流側）の端面に逆円錘台状の凹部が
内部空間として形成された第１金型部材と、逆円錘台の上端に円盤が積み重ねられた外形
を備え且つ上端面側（樹脂押出方向下流側）に逆円錘台状の凹部が内部空間として形成さ
れた複数（例えば４個）の椀形の樹脂供給モジュールと、樹脂供給モジュールの外径より
も僅かに大きな内径に設計された円筒状の第２金型部材と、逆円錘台の上端側に円錘台お
よび円盤が順次に積み重ねられた外形を備え且つ上端面にエアノズルが設けられた第３金
型部材と、第３金型部材の円錘台部分および円盤部分の外径よりも僅かに大きな内径に設
計され且つこれらの部位を囲繞するサイジングダイとを有し、かつ、第１金型部材の凹部
に各樹脂供給モジュールを入れ子状に積み重ね、最上端の樹脂供給モジュールの凹部に第
３金型部材を積み重ね、各樹脂供給モジュールの外周を第２金型部材で囲繞し、第３金型
部材の円錘台部分および円盤部分の外周をサイジングダイで囲繞した構造を備えている。
【０００７】
　上記の金型装置では、当該金型装置の基端部（下端部）に配置されたアダプタブロック
及び接続アダプタに設けられた複数の溶融樹脂通路を通じ、第1金型部材の内部に形成さ
れた樹脂通路ならびに樹脂供給モジュールの内部に形成された各樹脂通路を経て、各樹脂
供給モジュールの逆円錘台部分の外周面に設けられた螺旋状Ｕ字形溝（螺旋グルーブ）に
対して、それぞれ異なる種類の溶融樹脂を供給し、各樹脂供給モジュールの円盤部分の外
周面と第２金型部材の内周面との間の環状の隙間（樹脂流路）、第３金型部材の円錘台部
分および円盤部分とサイジングダイとの間の環状の隙間（樹脂流路）、および、その先端
の環状オリフィスを通じて溶融樹脂を円筒状に押し出し、かつ、第３金型部材の上端のエ
アノズルを通じて空気を吹き出す様になされている。
【０００８】
　上記の「ダイス装置」や「金型装置」は、オリフィスに通じる樹脂流路（環状の隙間）
に溶融樹脂を供給する構造として、各ダイス要素の螺旋溝や樹脂供給モジュールの螺旋状
Ｕ字形溝を介して前記の樹脂流路全体に樹脂を分配する構造を備えているため、所謂ウェ
ルドマークと称される筋状の欠陥を防止できる。また、上記の「金型装置」においては、
各樹脂供給モジュールの螺旋状Ｕ字形溝に対し、第1金型部材および樹脂供給モジュール
の内部の樹脂流路から分岐された複数の流路を通じて一層均等に溶融樹脂を分配できるた
め、より均一な厚さのフィルムを成形できる。
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【０００９】
【特許文献１】特開平５－２３７９１０号公報
【特許文献２】特開２００２－７９５７６号公報
【特許文献３】特開平７－１５７９号公報
【特許文献４】米国特許第３，３３７，９１４号公報
【特許文献５】米国特許第３，９６６，８６１号公報
【特許文献６】米国特許第４，７９８，５２６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　ところで、積層フィルムの製造では、各層を形成する溶融樹脂の成分、粘度、弾性など
の違いにより、金型装置内における樹脂の積層時に層界面が乱れる現象が発生したり、層
界面で化学反応膜が生成される場合がある。そして、この様な層界面の乱れや化学反応膜
の生成は、成形されるフィルムにおいて外観不良、透明性の低下、厚さ精度の低下を惹起
する。
【００１１】
　本発明者等は、上記の様な問題を解消すべく種々検討した結果、積層フィルムにおける
層界面の乱れや化学反応膜の生成は、これらの現象を生じる樹脂同士の合流点、換言すれ
ば、金型内部の２つの樹脂流路の合流点を金型の出口であるオリフィスに出来る限り近付
け、界面の乱れや化学反応が進行する前に冷却することにより、抑制することが出来ると
の知見を得た。
【００１２】
　しかしながら、４層以上の多層フィルムの製造において、中間の層間、例えば第２層と
第３層の間で生じる上記の様な界面の乱れ等に対しては、これを十分に抑制することが困
難である。すなわち、４層以上の多層フィルムを成形する金型装置にいては、第２層と第
３層を構成する２つの樹脂の流路の合流点が第１層あるいは第４層を構成する樹脂の流路
の合流点よりも樹脂押出方向上流側に位置し、前記の２つの樹脂の流路の合流点から出口
であるオリフィスまでの距離が長くなり、第２層と第３層の樹脂を積層した直後に冷却す
ることが出来ない。
【００１３】
　本発明は、上記の実情に鑑みてなされたものであり、異なる種類の溶融樹脂を積層状態
で環状に押し出し且つ内側から空気で膨張させることにより円筒状の多層フィルムを成形
する多層フィルムブロー成形用の金型装置であって、フィルム成形時に中間層間における
層界面での乱れや化学反応が発生し難く、外観不良を防止でき、透明性および厚さ精度を
確保し得る金型装置を提供することにあり、殊に、４層以上の多層フィルムの製造に好適
な金型装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明においては、複数の内側層を構成する溶融樹脂を集合流路において積層し、複数
の外側層を構成する溶融樹脂を第２の集合流路において積層し、集合流路の積層溶融樹脂
と第２の集合流路の積層溶融樹脂とを最下流側で合流させて積層する構造により、集合流
路と第２の集合流路の合流点をオリフィスに近付け、積層時に界面の乱れや化学反応を生
じ易い異種の溶融樹脂を集合流路と第２の集合流路の合流によって積層できる様にした。
【００１５】
　すなわち、本発明の要旨は、複数種の溶融樹脂を積層状態で環状に押し出し且つその内
側に空気を供給して筒状の多層フィルムをブロー成形する金型装置であって、有底の円筒
部を有する第１金型部材と、入れ子状に重ねられて第１金型部材に収められた少なくとも
１つの内側樹脂供給モジュールと、最下流側の内側樹脂供給モジュールに重ねられた第２
金型部材と、第１金型部材の外周に配置された少なくとも１つの外側樹脂供給モジュール
と、第２金型部材および外側樹脂供給モジュールを被う状態に配置された第３金型部材と
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を備え、第１金型部材と内側樹脂供給モジュールと第２金型部材とによって複数の内側層
構成用の樹脂分配流路およびこれらが合流する集合流路が形成され、第２金型部材と第３
金型部材とによって前記の集合流路の下流部分が形成され且つこれに連続する樹脂吐出口
としてのオリフィスが形成され、第１金型部材と各外側樹脂供給モジュールと第３金型部
材とによって複数の外側層構成用の樹脂分配流路およびこれらが合流して前記の集合流路
に至る第２の集合流路が形成され、当該第２の集合流路は、前記の集合流路に対して、樹
脂押出方向最下流側の内側層構成用の樹脂分配流路よりも更に下流側で合流していること
を特徴とする多層フィルムブロー成形用の金型装置に存する。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明に係る多層フィルムブロー成形用の金型装置によれば、複数の内側層を構成する
溶融樹脂を集合流路において積層し、複数の外側層を構成する溶融樹脂を第２の集合流路
において積層し、集合流路の積層溶融樹脂と第２の集合流路の積層溶融樹脂とを最下流側
で合流させて積層する構造を備えており、集合流路と第２の集合流路の合流点をオリフィ
スに近付けることが出来るため、積層時に界面の乱れや化学反応を生じ易い異種の溶融樹
脂を集合流路と第２の集合流路の合流によって積層することにより、これらの樹脂の積層
後に直ちに押し出して冷却でき、その結果、成形されるフィルムの外観不良を防止でき、
透明性および厚さ精度を一層高めることが出来る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　本発明に係る多層フィルムブロー成形用の金型装置の実施形態を図面に基づいて説明す
る。なお、以下の説明においては、多層フィルムブロー成形用の金型装置を「金型装置」
と略記する。
【００１８】
　本発明の金型装置は、図８に符号（１Ａ）で示す様に、溶融樹脂を積層状態で環状に押
し出し且つその内側から空気を供給して円筒状の多層フィルムをブロー成形する装置であ
り、ブロー成形用の一連の設備の１つとして使用される。上記のブロー成形の設備は、樹
脂の種類に応じて複数配置された溶融樹脂の押出機（２Ａ）、これら押出機の下流側に配
置された上記の金型装置（１Ａ）、当該金型装置の樹脂出口に取り付けられ且つ内部に低
温空気を循環可能な環状の金型から成る冷却装置としてのエアリング（３Ａ）、案内板お
よびニップロールから成り且つ円筒状にブロー成形された多層フィルムをシート状に潰す
扁平化装置（４Ａ）、ならびに、潰された多層フィルムをロール状に巻き取る巻取機（５
Ａ）から構成される。図８中、符号（Ｆ１）は、符号（Ｆ２）は、ブロー成形された円筒
状の多層フィルムを示し、シート状に潰された多層フィルムを示す。
【００１９】
　本発明の金型装置（１Ａ）は、使用する樹脂流路の選択により２層、３層のフィルムの
成形にも使用できるが、中間層の界面の乱れ等を防止する目的からすると、特に４層以上
の層構成を有する多層フィルムの成形に好適である。
【００２０】
　多層フィルムを構成する樹脂としては、ＰＡ，ＥＶＯＨ，ＰＥＴ，ＰＥＮ，ＰＴＴ，Ｐ
ＢＴ，ＰＣ，ＥＦＥＰ，ＣＯＣ，ＣＯＰ等のガスバリア性、水蒸気バリア性、耐薬品性ま
たは耐熱性を有する各種の機能樹脂、ＰＥ，ＰＰ，ＥＶＡ，ＥＥＡ，ＥＭＡ，ＥＭＡＡ等
のポリオレフィン樹脂、アイオノマー樹脂、メタロセン樹脂（メタロセン触媒を使用した
気相法、液相法または溶液法によって得られる樹脂）、これらの共重合樹脂、接着性樹脂
などが挙げられ、斯かる接着性樹脂としては、変性ポリオレフィン樹脂、変性ポリエステ
ル樹脂等の変性機能樹脂などが挙げられる。
【００２１】
　また、多層フィルムの層構成としては、例えば、［ＰＯ／ＡＤ／ＥＶＯＨ／ＡＤ／機能
樹脂（ＰＡ等）／ＡＤ／ＰＯ］、［機能樹脂（ＰＡ等）／ＡＤ／ＥＶＯＨ／ＡＤ／機能樹
脂（ＰＡ等）／ＡＤ／ＰＯ］、［ＰＯ／ＡＤ／機能樹脂／ＥＶＯＨ／機能樹脂／ＡＤ／Ｐ
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Ｏ］、［機能樹脂／ＡＤ／機能樹脂／ＥＶＯＨ／機能樹脂／ＡＤ／ＰＯ］の様な７層の層
構成を挙げることが出来る。そして、本発明の金型装置（１Ａ）により得られる多層フィ
ルムの各層の厚さは、例えば２～２００μｍ程度である。以下、７層の多層フィルムを成
形可能な装置を一例に挙げて説明する。なお、円筒状に押し出される多層フィルムの層構
成については、外側から第１層、第２層・・・第７層と称し、例示した金型装置の部材構
成の関係から、第１～３層を外側層、第４～７層を内側層と称する。
【００２２】
　金型装置（１Ａ）は、上下の向きは任意に配置できるが、成形された筒状のフィルムの
後処理工程、すなわち、冷却処理、ニップロールによる扁平化処理および巻取ロールへの
巻取処理の各工程を設けるための便宜上、図８に示す様に、例えば上方に向けてフィルム
を押し出す様に配置される。なお、例示する金型装置（１Ａ）は上方に向けてフィルムを
押し出す装置であり、図面および以下の説明においては、適宜、装置構造および各部材に
おける樹脂押出方向の上流側を下端側と称し、樹脂押出方向の下流側を上端側と称する。
【００２３】
　本発明の金型装置（１Ａ）は、図１に示す様に、有底の円筒部を有する第１金型部材（
１）と、入れ子状に重ねられて第１金型部材（１）に収められた少なくとも１つの内側樹
脂供給モジュール（例えば第１～第３モジュール（４１）～（４３）の３つ）と、上端側
の内側樹脂供給モジュールに重ねられた第２金型部材（２）と、第１金型部材（１）の外
周に配置された少なくとも１つの外側樹脂供給モジュール（例えば第４及び第５モジュー
ル（５４），（５５）の２つ）と、第２金型部材（２）及び前記の外側樹脂供給モジュー
ルを被う状態に配置された第３金型部材（３）とを備えており、これら第１金型部材（１
）、内側樹脂供給モジュール、第２金型部材（２）、外側樹脂供給モジュール及び第３金
型部材（３）を複数のベースプレート（６１）～（６３）の上に組み付けて構成される。
【００２４】
　詳細は後述するが、内側樹脂供給モジュールは、第１金型部材（１）の内部に重ねるた
めにそれぞれ椀状に形成され、また、第１金型部材（１）及び外側樹脂供給モジュールは
、これらを順次に重ねるためにそれぞれ下端側に鍔を備えた形状に形成される。そして、
ベースプレート（６１）～（６３）は、溶融樹脂供給用の流路を多数構成するために円盤
状に形成される。
【００２５】
　先ず、金型装置（１Ａ）の内部への溶融樹脂の供給構造について説明する。図１に示す
様に、金型装置（１Ａ）は、押出機（２Ａ）（図８参照）から伸長された溶融樹脂供給配
管、第１金型部材（１）及びベースプレート（６１）～（６３）に設けられた例えば７箇
所の樹脂導入ポート（１ａ）～（１ｇ）を通じて溶融樹脂が供給される様に構成される。
【００２６】
　上記のベースプレート（６１）～（６３）は、樹脂用の複数の流路を構成するための円
盤状の部材である。ベースプレート（６１）～（６３）の外周部には、押出機（２Ａ）か
ら供給される溶融樹脂の配管を接続するための例えば５つの樹脂導入ポート（１ａ），（
１ｂ），（１ｃ），（１ｄ），（１ｇ）が設けられる。ベースプレート（６１）～（６３
）は、これら樹脂導入ポートに連続する内部の溶融樹脂流路（以下、適宜「流路」と言う
。）が重畳しない様に、３枚を重ねて使用される。なお、３枚のベースプレート（６１）
～（６３）は、これらベースプレートの外周部に一定ピッチで配置され且つ下段のベース
プレート（６１）の下端面から挿通されて第１金型部材（１）の下端部に螺着された複数
のボルト（９７ａ）により、第１金型部材（１）と一体化されている。
【００２７】
　図１及び図３に示す様に、下段のベースプレート（６１）の外周部には、円筒状多層フ
ィルムの最外層である第１層を構成するための１つの樹脂導入ポート（１ａ）が設けられ
る。ベースプレート（６１）の内部には、樹脂導入ポート（１ａ）から当該ベースプレー
トの中央へ向けて水平に伸長され且つ先端側が上方へ向けられて当該ベースプレートの上
端面に開口する流路（６１ａ）が設けられる。ベースプレート（６１）の上端面には、流
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路（６１ａ）先端の開口を中心として当該ベースプレートの外周方向に伸長された例えば
４～８本の複数の水平な溝が彫込まれる。これらの溝は、中段のベースプレート（６２）
の下端面に設けられた水平な溝と重畳し、２枚のベースプレート（６１），（６２）の境
界に水平な流路（６１ａ２）を構成している。
【００２８】
　中段のベースプレート（６２）の外周部には、円筒状フィルムの第２層、第４層および
最内層である第７層を構成するための３つの樹脂導入ポート（１ｂ），（１ｄ），（１ｇ
）が各重畳しない位置に設けられる。ベースプレート（６２）の内部には、前述の下段の
ベースプレート（６１）と同様に、第２層に対応する樹脂導入ポート（１ｂ）から水平に
伸長され且つ先端側が当該ベースプレートの上端面に開口する流路（６２ｂ）が設けられ
る。ベースプレート（６２）の上端面には、流路（６２ｂ）先端の開口から水平方向に伸
長された例えば４～８本の複数の溝が彫込まれており、これらの溝は、上段のベースプレ
ート（６１）の下端面に設けられた水平な溝と重畳し、２枚のベースプレート（６２），
（６３）の境界に水平な流路（６２ｂ２）を構成している。
【００２９】
　更に、中段のベースプレート（６２）の内部には、第４層に対応する樹脂導入ポート（
１ｄ）から伸長され且つ下方に向けられて当該ベースプレートの下端面に開口する流路（
６２ｄ）が設けられる。ベースプレート（６２）の下端面には、上記の流路（６２ｄ）先
端の開口から当該ベースプレートの中央方向に伸長された水平な溝が彫込まれており、斯
かる溝は、下段のベースプレート（６１）の上端面に設けられた水平な溝と重畳し、２枚
のベースプレート（６２），（６１）の境界に１つの水平な流路（６２ｄ２）を構成して
いる。
【００３０】
　また、中段のベースプレート（６２）の内部には、第７層に対応する樹脂導入ポート（
１ｇ）から伸長され且つ下方に向けられて当該ベースプレートの下端面に開口する流路（
６２ｇ）が設けられる。ベースプレート（６２）の下端面には、流路（６２ｇ）先端の開
口から当該ベースプレートの中央方向に伸長された水平な溝が彫込まれており、斯かる溝
は、下段のベースプレート（６１）の上端面に設けられた水平な溝と重畳し、２枚のベー
スプレート（６２），（６１）の境界の前述の流路（６１ａ２）、（６２ｄ２）と重畳し
ない位置に他の１本の水平な流路（６２ｇ２）を構成している。
【００３１】
　そして、中段のベースプレート（６２）の外周部には、前述の水平な各流路（６１ａ２

）の先端からそれぞれ垂直に当該ベースプレートの厚さ部分を貫通する流路（６２ａ）（
図３参照）が例えば４～８本設けられ、中段のベースプレート（６２）の中央部には、上
記の流路（６２ｄ２）の先端から垂直に当該ベースプレートの厚さ部分を貫通する１本の
流路（６２ｄ３）（図１，図３参照）と、上記の流路（６２ｇ２）の先端から垂直に当該
ベースプレートの厚さ部分を貫通する１本の流路（６２ｇ３）（図１参照）とが前述の流
路（６２ｂ），（６２ｂ２）と互いに重畳しない位置に設けられる。
【００３２】
　上段のベースプレート（６３）の外周部には、円筒状多層フィルムの第３層を構成する
ための１つの樹脂導入ポート（１ｃ）が設けられる。ベースプレート（６３）の内部には
、下段のベースプレート（６１）と同様に、第３層に対応する樹脂導入ポート（１ｃ）か
ら水平に伸長され且つ当該ベースプレートの上端面に開口する流路（６３ｃ）が設けられ
る。ベースプレート（６３）の上端面には、上記の流路（６３ｃ）先端の開口を中心とし
て当該ベースプレートの外周方向に伸長された例えば４～８本の複数の水平な溝が彫込ま
れており、これらの溝は、第１金型部材（１）の下端面に設けられた水平な溝と重畳し、
上段のベースプレート（６３）と第１金型部材（１）との境界に水平な流路（６３ｃ２）
（図３参照）を構成している。
【００３３】
　また、上段のベースプレート（６３）の外周部には、中段のベースプレート（６２）の
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前述の各流路（６２ｂ２）先端の開口から当該ベースプレートの厚さ部分を垂直に貫通す
る例えば４～８本の流路（６３ｂ）と、中段のベースプレート（６２）の上記の垂直な各
流路（６２ａ）に重畳し且つ当該ベースプレートの厚さ部分を垂直に貫通する例えば４～
８本の流路（６３ａ）が設けられる。更に、上段のベースプレート（６２）の中央部には
、中段のベースプレート（６２）の垂直な流路（６２ｄ３），（６２ｇ３）に各重畳し且
つ当該ベースプレートの厚さ部分を垂直に貫通する各１本の流路（６３ｄ）（図１，図３
参照），（６３ｇ）（図１参照）が設けられる。
【００３４】
　図１に示す様に、第１金型部材（１）の鍔の外周部には、円筒状多層フィルムの第５層
および第６層を構成するための２つの樹脂導入ポート（１ｅ），（１ｆ）が各重畳しない
位置に設けられる。第１金型部材（１）の鍔の内部には、中段のベースプレート（６２）
と同様に、第５層に対応する樹脂導入ポート（１ｅ）から伸長され且つ当該第１金型部材
の下端面に開口する流路（１１ｅ）が設けられる。第１金型部材（１）の下端面には、上
記の流路（１１ｅ）先端の開口から当該第１金型部材の中央方向に伸長された水平な溝が
彫込まれている。斯かる溝は、上段のベースプレート（６３）の上端面に設けられた水平
なと重畳し、第１金型部材（１）と上段のベースプレート（６１）の境界に１本の水平な
流路（１１ｅ２）（図３参照）を構成している。
【００３５】
　更に、第１金型部材（１）の鍔の内部には、第６層に対応する樹脂導入ポート（１ｆ）
から伸長され且つ当該第１金型部材の下端面に開口する流路（１１ｆ）が設けられる。斯
かる流路（１１ｆ）の構成は、前述の流路（１１ｅ）の構成と同様であり、第１金型部材
（１）の下端面の前述の流路（６３ｃ２），（１１ｅ２）と重畳しない位置には、上記の
流路（１１ｆ）先端の開口から当該第１金型部材の中央方向に伸長された水平な溝が彫込
まれており、斯かる溝は、上段のベースプレート（６３）の上端面に設けられた水平な溝
と重畳し、第１金型部材（１）と上段のベースプレート（６３）の境界に１本の水平な流
路（１１ｆ２）（図３参照）を構成している。
【００３６】
　第１金型部材（１）の鍔には、ベースプレート（６３）の上記の水平な各流路（６３ｃ

２）（図３参照）の先端から垂直に当該第１金型部材の鍔の厚さ部分を貫通する流路（１
１ｃ）（図１，図３参照）が例えば４～８本設けられる。更に、図１～図３に示す様に、
第１金型部材（１）の鍔には、前述のベースプレート（６３）の垂直な各流路（６３ａ）
，流路（６３ｂ）にそれぞれ重畳し且つ当該第１金型部材の鍔の厚さ部分を垂直に貫通す
るそれぞれ例えば４～８本の流路（１１ａ），（１１ｂ）が設けられる。
【００３７】
　また、図１及び図２に示す様に、第１金型部材（１）の底部の中央には、前述の上段の
ベースプレート（６３）の垂直な流路（６３ｄ），（６３ｇ）に重畳し且つ当該第１金型
部材の底部の厚さ部分を垂直に貫通する各１本の流路（１１ｄ），（１１ｇ）が設けられ
、そして、図１及び図４に示す様に、第１金型部材（１）の底部の前記の流路流路（１１
ｄ），（１１ｇ）と重畳しない位置には、上記の流路（１１ｅ２）の先端から垂直に当該
第１金型部材の底部の厚さ部分を貫通する１本の流路（１１ｅ３）と、上記の流路（１１
ｆ２）の先端から垂直に当該第１金型部材の底部の厚さ部分を貫通する１本の流路（１１
ｆ３）とが設けられる。
【００３８】
　図１及び図４に示す様に、第１金型部材（１）の内底面の中央部には、水平な溝が彫込
まれており、斯かる溝は、内側樹脂供給モジュールの第１モジュール（４１）の下端面に
形成された水平な溝と重畳し、第１金型部材（１）と第１モジュール（４１）の境界に水
平な流路（１１ｄ２）を構成している。そして、図１，図２及び図４に示す様に、第１金
型部材（１）の上記の垂直な流路（１１ｄ）の先端（下流端）は、上記の水平な流路（１
１ｄ２）に開口し、当該流路を介して、第１モジュール（４１）の底部の後述する例えば
４～８本の水平な流路（４１ｄ）に第４層用の樹脂を供給する様になされている。
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【００３９】
　図１及び図２に示す様に、外側樹脂供給モジュールを構成する第４モジュール（５４）
の鍔には、第１金型部材（１）外周部の垂直な各流路（１１ａ），（１１ｂ）に重畳し且
つ当該第４モジュールの鍔の厚さ部分を垂直に貫通する例えば各４～８本の流路（５４ａ
），（５４ｂ）が設けられ、第４モジュール（５４）の後述する円筒部には、第１金型部
材（１）外周部の垂直な各流路（１１ｃ）に重畳する例えば４～８本の流路（５４ｃ）が
設けられる。これらの流路（５４ｃ）は、その先端側が内側に屈曲して第４モジュール（
５４）の円筒部の内周面に開口し、第１金型部材（１）と第４モジュール（５４）との間
に形成された分配流路（５ｃ）の一部である螺旋状の溝（５０ｃ）に第３層構成用の樹脂
を供給する様になされている。
【００４０】
　外側樹脂供給モジュールを構成する第５モジュール（５５）の鍔には、第４モジュール
（５４）の鍔の垂直な流路（５４ａ）に重畳し且つ当該第５モジュールの鍔の厚さ部分を
垂直に貫通する例えば各４～８本の流路（５５ａ）が設けられ、また、第５モジュール（
５５）の後述する円筒部には、第４モジュール（５４）の鍔の垂直な流路（５４ｂ）に重
畳する例えば４～８本の流路（５５ｂ）が設けられる。これらの流路（５５ｂ）は、その
先端側が内側に屈曲して第５モジュール（５５）の円筒部の内周面に開口し、第４モジュ
ール（５４）と第５モジュール（５５）との間に形成された分配流路（５ｂ）の一部であ
る螺旋状の溝（５０ｂ）に第２層用の樹脂を供給する様になされている。
【００４１】
　また、図１及び図２に示す様に、第３金型部材（３）の後述する円筒部には、第５モジ
ュール（５５）の鍔の垂直な流路（５５ａ）に重畳する例えば４～８本の流路（３１ａ）
が設けられる。これらの流路（３１ａ）は、その先端側が内側に屈曲して第３金型部材（
３）の円筒部の内周面に開口し、第５モジュール（５５）と第３金型部材（３）との間に
形成された分配流路（５ａ）の一部である螺旋状の溝（５０ａ）に第１層用の樹脂を供給
する様になされている。
【００４２】
　図２及び図４に示す様に、内側樹脂供給モジュールの第１モジュール（４１）の底部に
は、第１金型部材（１）の流路（１１ｅ３），（１１ｆ３），（１１ｇ）と重畳し且つ当
該第１モジュールの底部の厚さ部分を垂直に貫通する各１本の流路（４１ｅ），（４１ｆ
），（４１ｇ）が設けられる。また、第１モジュール（４１）の内底面の中央部には、水
平な溝が彫込まれており、斯かる溝は、第２モジュール（４２）の下端面に形成された水
平な溝と重畳し、第１モジュール（４１）と第２モジュール（４２）の境界に水平な流路
（４１ｅ２）を構成している。そして、第１モジュール（４１）の上記の垂直な流路（４
１ｅ）の先端（下流端）は、上記の水平な流路（４１ｅ２）に開口し、当該流路を介して
、第２モジュール（４２）の底部の後述する例えば４～８本の水平な流路（４２ｅ）に第
５層用の樹脂を供給する様になされている。
【００４３】
　内側樹脂供給モジュールの第２モジュール（４２）の底部には、第１モジュール（４１
）の流路（４１ｇ），（４１ｆ）と重畳し且つ当該第２モジュールの底部の厚さ部分を垂
直に貫通する各１本の流路（４２ｇ），（４２ｆ）が設けられる。第２モジュール（４２
）の内底面の中央部には、水平な溝が彫込まれており、斯かる溝は、第３モジュール（４
３）の下端面に形成された水平な溝と重畳し、第２モジュール（４２）と第３モジュール
（４３）の境界に水平な流路（４２ｆ２）を構成している。そして、第２モジュール（４
２）の上記の垂直な流路（４２ｆ）の先端（下流端）は、上記の水平な流路（４２ｆ２）
に開口し、当該流路を介して、第３モジュール（４３）の底部の後述する例えば４～８本
の水平な流路（４３ｆ）に第５層用の樹脂を供給する様になされている。
【００４４】
　内側樹脂供給モジュールの第３モジュール（４３）の底部には、第２モジュール（４２
）の流路（４２ｇ）に重畳し且つ当該第３モジュールの底部の厚さ部分を垂直に貫通する
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１本の流路（４３ｇ）が設けられる。第３モジュール（４３）の内底面の中央部には、水
平な溝が彫込まれており、斯かる溝は、第２金型部材（２）の下端面に形成された水平な
溝と重畳し、第３モジュール（４３）と第２金型部材（２）の境界に水平な流路（４３ｇ

２）を構成している。そして、第３モジュール（４３）の上記の垂直な流路（４３ｇ）の
先端（下流端）は、上記の水平な流路（４３ｇ２）に開口し、当該流路を介して、第２金
型部材（２）の底部の後述する例えば４～８本の水平な流路（２１ｇ）に第７層用の樹脂
を供給する様になされている。
【００４５】
　次に、金型装置の内部の構造と共に溶融樹脂を積層するための流路構造について説明す
る。前述した通り、金型装置（１Ａ）の主要部は、図１に示す様に、第１金型部材（１）
、内側樹脂供給モジュール（第１～第３モジュール（４１）～（４３））、第２金型部材
（２）、外側樹脂供給モジュール（第４及び第５モジュール（５４），（５５））並びに
第３金型部材（３）によって構成される。
【００４６】
　第１金型部材（１）は、図７に示す様に、上端側（樹脂押出方向下流側）が開放された
有底の円筒部を有している。具体的には、第１金型部材（１）の外形は、下端部に鍔を備
え且つ樹脂押出方向下流側に相当する上端側が漸次縮径された円柱状に形成される。そし
て、第１金型部材（１）の内部には、内側樹脂供給モジュール及び第２金型部材（２）の
一部を収容するため、逆円錘台状の空間部の上方に円柱状の空間部が連続して当該第１金
型部材の上端で開口する内部空間が設けられる。第１金型部材（１）の円筒部の外径は２
５０～７００ｍｍ程度、円筒部の最大内径は２００～６５０ｍｍ程度である。
【００４７】
　第１金型部材（１）の円筒部の外周面には、伸長方向に直交する断面がＵ字形状に形成
された螺旋状の溝（グルーブ）（５０ｃ）が設けられる。斯かる溝（５０ｃ）は、後述す
る外側樹脂供給モジュールの第４モジュール（５４）の内周面で被われることにより、図
２に示す様に、第１金型部材（１）と第４モジュール（５４）との間に溶融樹脂の分配流
路（５ｃ）の一部を構成している。螺旋状の溝（５０ｃ）は、複数組、例えば４～８組設
けられ、これらの溝は、円筒部を底面視した場合に当該溝の始点および終点の位置が互い
に所定角度だけずれた状態（位相ずれした状態）となる様に配置される。また、図２及び
図５に示す様に、溝（５０ｃ）の伸長方向に直交する断面は、溶融樹脂の吐出圧力を保持
するため、第１金型部材（１）の上端側に向うに従い漸次小さくなる様に設定される。溝
（５０ｃ）の最大断面積は２００～６００ｃｍ２程度、最小断面積は１００～３００ｃｍ
２程度である。
【００４８】
　内側樹脂供給モジュールは、図１に示す様に、第１金型部材（１）の円筒部に嵌合する
短軸の円筒部を上端部に有する椀形に形成され且つ相互に入れ子状に重ねられた第１～第
３の例えば３つのモジュール（４１）～（４３）により構成される。図６に示す様に、第
１～第３モジュール（４１）～（４３）は、各々、当該モジュールの上端で開口する逆円
錘台状の内部空間を備えている。第１モジュール（４１）の外形部は、第１金型部材（１
）内部の逆円錘台状の空間部および円柱状の空間部の一部（図７参照）に嵌合し、第２モ
ジュール（４２）の外形部は、第１モジュール（４１）の逆円錘台状の内部空間に嵌合し
、第３モジュール（４３）の外形部は、第２モジュール（４２）の逆円錘台状の内部空間
に嵌合する様に構成される。
【００４９】
　なお、図１に示す様に、第１～第３モジュール（４１）～（４３）は、重ねられた状態
において、第２金型部材（２）の内底部に中心線周りに一定ピッチで配置され且つ当該第
２金型部材の内底面から挿通されて第１金型部材（１）の内底面に螺着された複数のボル
ト（９７ｂ）により、第１金型部材（１）と一体化されている。
【００５０】
　図６に示す様に、第１～第３モジュール（４１）～（４３）の逆円錘台部分の外周面に
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は、各々、螺旋状の溝（グルーブ）（４０ｄ），（４０ｅ），（４０ｆ）が設けられる。
これらの溝の構成は、前述の第１金型部材（１）におけるのと同様である。第１モジュー
ル（４１）の螺旋状の溝（４０ｄ）は、図２，図４及び図５に示す様に、逆円錘台状の空
間部を形成している第１金型部材（１）の内周面で被われることにより、第１金型部材（
１）と第１モジュール（４１）との間に溶融樹脂の分配流路（４ｄ）の一部を構成してい
る。
【００５１】
　また、第２モジュール（４２）の螺旋状の溝（４０ｅ）は、第１モジュール（４１）の
内周面で被われることにより、第１モジュール（４１）と第２モジュール（４２）との間
に溶融樹脂の分配流路（４ｅ）の一部を構成している。そして、同様に、第３モジュール
（４３）の螺旋状の溝（４０ｆ）は、第２モジュール（４２）の内周面で被われることに
より、第２モジュール（４２）と第３モジュール（４３）との間に溶融樹脂の分配流路（
４ｆ）の一部を構成している。上記の様な内側樹脂供給モジュールは、実用上の観点から
、通常は２～５個の範囲で配置される。
【００５２】
　図６に示す様に、第２金型部材（２）は、短軸の円筒部を上端側に有する椀形に形成さ
れ且つ最上端側の内側樹脂供給モジュールである第３モジュール（４３）の逆円錘台状の
内部空間に嵌合する様に構成される。第２金型部材（２）の逆円錘台部分の外周面には、
螺旋状の溝（グルーブ）（４０ｇ）が設けられる。溝（４０ｇ）の構成は、前述の第１金
型部材（１）及び各内側樹脂供給モジュールにおけるのと同様である。第２金型部材（２
）の螺旋状の溝（４０ｇ）は、図２，図４及び図５に示す様に、逆円錘台状の空間部を形
成している第３モジュール（４３）の内周面で被われることにより、第３モジュール（４
３）と第２金型部材（２）との間に溶融樹脂の分配流路（４ｇ）の一部を構成している。
【００５３】
　また、図１，図２及び図４に示す様に、内側樹脂供給モジュールの第１モジュール（４
１）の底部には、当該第１モジュールの底部中央から外周側に放射状に伸長され且つ前述
の螺旋状の溝（４０ｄ）にそれぞれ連続する例えば４～８本の水平な流路（４１ｄ）が設
けられており、螺旋状の溝（４０ｄ）には、これらの水平な流路（４１ｄ）通じて第４層
用の樹脂が供給される様になされている。
【００５４】
　同様に、第２及び第３モジュール（４２），（４３）の各螺旋状の溝（４０ｅ），（４
０ｆ）には、これらモジュールの底部中央から外周側に伸長された例えば４～８本の水平
な流路（４２ｅ），（４３ｆ）を通じて第５層用および第６層用の樹脂が供給される様に
なされている。そして、第２金型部材（２）の螺旋状の溝（４０ｇ）に対しても、当該第
２金型部材の底部中央から外周側に伸長された例えば４～８本の水平な流路（２１ｇ）を
通じて第７層用の樹脂が供給される様になされている。
【００５５】
　外側樹脂供給モジュールは、図１及び図２に示す様に、上端側の外周部が漸次縮径され
た円筒部を有し且つ第１金型部材（１）の円筒部の外周に配置される。外側樹脂供給モジ
ュールは、例えば第４及び第５の２つのモジュール（５４），（５５）により構成される
。図７に示す様に、第４モジュール（５４）は、上端側の内周部が漸次縮径された円筒部
と、当該円筒部の下端部に張出された鍔とから構成される。すなわち、第４モジュール（
５４）は、その円筒部に第１金型部材（１）の円筒部が嵌合し、円筒部内側の縮径部に第
１金型部材の円筒部先端の縮径された外周部が嵌合する様に構成される。また、第５モジ
ュール（５５）は、その円筒部に第４モジュール（５４）の円筒部が嵌合する様に構成さ
れる。
【００５６】
　第４モジュール（５４）の円筒部の外周面には、螺旋状の溝（グルーブ）（５０ｂ）が
設けられる。溝（５０ｂ）の構成は、前述の第１金型部材（１）におけるのと同様である
。第４モジュール（５４）の螺旋状の溝（５０ｂ）は、図２及び図５に示す様に、第５モ
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ジュール（５５）の円筒部の内周面で被われることにより、第４モジュール（５４）と第
５モジュール（５５）との間に溶融樹脂の分配流路（５ｂ）の一部を構成している。第４
モジュールの円筒部の外径は３００～７５０ｍｍ程度、円筒部の内径は２５０～７００ｍ
ｍ程度である。
【００５７】
　第５モジュール（５５）の円筒部の外周面には、螺旋状の溝（グルーブ）（５０ａ）が
設けられる。溝（５０ａ）の構成は、前述の第１金型部材（１）や第１モジュール（４１
）におけるのと同様である。第５モジュール（５５）の螺旋状の溝（５０ａ）は、図２及
び図５に示す様に、第３金型部材（３）の円筒部の内周面で被われることにより、第５モ
ジュール（５５）と第３金型部材（３）との間に溶融樹脂の分配流路（５ａ）の一部を構
成している。第５モジュール（５５）の円筒部の外径は３５０～８００ｍｍ程度、円筒部
の内径は３００～７５０ｍｍ程度である。上記の様な外側樹脂供給モジュールは、実用上
の観点から、通常は１～４個の範囲で配置される。
【００５８】
　第３金型部材（３）は、図１及び図２に示す様に、内径部の上端側が漸次縮径された円
筒部を有し且つ第２金型部材（２）及び外側樹脂供給モジュールを被う状態に配置される
。具体的には、第３金型部材（３）は、図７に示す様に、円柱状の空間部の上端側に２段
の逆円錘台状の空間部および小径の円柱状の空間部が順次連続する形状の内部空間を備え
ている。
【００５９】
　図１，図２及び図５に示す様に、第３金型部材（３）は、その大径の円柱状の内部空間
に対し、最外周側の外側樹脂供給モジュールである第５モジュール（５５）の円筒部が嵌
合し、その大径の逆円錘台状の空間部に対し、外側樹脂供給モジュールの第４及び第５モ
ジュール（５４），（５５）の各円筒部上端側の縮径部が嵌合し、その小径側の逆円錘台
状の空間部に対し、第１金型部材（１）の円筒部上端側の縮径部が嵌合し、そして、その
小径の円柱状の空間部に対し、第２金型部材（２）の円筒部が嵌合する様になされている
。第３金型部材（３）の最大内径（下端側の円柱状の空間部の直径）は７５０～８００ｍ
ｍ程度、第３金型部材（３）の最小内径（上端側の円柱状の空間部の直径）は２００～６
５０ｍｍ程度である。
【００６０】
　なお、図１に示す様に、第３金型部材（３）は、第５モジュール（５５）に重ねられた
状態において、第５モジュール（５５）の鍔に沿って一定ピッチで配置され且つ第５モジ
ュール（５５）の鍔の下端面から挿通されて当該第３金型部材の円筒部下端に螺着された
複数のボルト（９７ｃ）により、第５モジュール（５５）と一体化されている。また、第
５モジュール（５５）は、第４モジュール（５４）に重ねられた状態において、第４モジ
ュール（５４）の鍔に沿って一定ピッチで配置され且つ第４モジュール（５４）の鍔の下
端面から挿通されて当該第５モジュールの鍔に螺着された複数のボルト（９７ｄ）により
、第４モジュール（５４）と一体化されている。
【００６１】
　更に、第４モジュール（５４）は、第１金型部材（１）に重ねられた状態において、第
１金型部材（１）の鍔に沿って一定ピッチで配置され且つ第１金型部材（１）の鍔の下端
面から挿通されて当該第４モジュールの鍔に螺着された複数のボルト（９７ｅ）により、
第１金型部材（１）と一体化されている。そして、第１金型部材（１）、各外側樹脂供給
モジュール（５４），（５５）及び第３金型部材（３）は、ベースプレート（６１）の外
周部に一定ピッチで配置され且つベースプレート（６１）の下端面から挿通されて第３金
型部材（３）の下端に螺着されたボルト（９７ｆ）により締付けられている。
【００６２】
　また、本発明において、２つの部材の境界に設けられる螺旋状の溝（グルーブ）、例え
ば第１金型部材（１）と内側樹脂供給モジュールの第１モジュール（４１）との境界、第
１モジュール（４１）と第２モジュール（４２）の境界、第１金型部材（１）と外側樹脂
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供給モジュールの第４モジュール（５４）の境界などに設けられる溝（４０ｄ），（４０
ｅ）、（５０ｂ）・・は、分配流路に均一に且つ円滑に溶融樹脂を供給し得る限り、どち
らの部材に設けられてもよく、また、両方の部材に設けられてもよい。
【００６３】
　本発明の金型装置においては、図２及び図５に示す様に、第１金型部材（１）と内側樹
脂供給モジュールと第２金型部材（２）とによって複数の内側層構成用の溶融樹脂の分配
流路（４ｄ），（４ｅ），（４ｆ），（４ｇ）及びこれらが合流する集合流路（４）が構
成される。
【００６４】
　図５に示す様に、内側層構成用の分配流路としては、第１金型部材（１）の逆円錘台状
の内底面部と内側樹脂供給モジュールの第１モジュール（４１）の逆円錘台部分の外周面
との間に第４層用の樹脂の分配流路（４ｄ）が形成され、第１モジュール（４１）の内周
面と第２モジュール（４２）の逆円錘台部分の外周面との間に第５層用の樹脂の分配流路
（４ｅ）が形成され、第２モジュール（４２）の内周面と第３モジュール（４３）の逆円
錘台部分の外周面との間に第６層用の樹脂の分配流路（４ｆ）が形成され、そして、第３
モジュール（４３）の内周面と第２金型部材（２）の逆円錘台部分の外周面との間に第７
層用の樹脂の分配流路（４ｇ）が形成される。
【００６５】
　上記の各樹脂分配流路（４ｄ）～（４ｇ）は、各々、第１～第３モジュール（４１）～
（４３）及び第２金型部材（２）の各逆円錘台部分の外周面にそれぞれ設けられた前述の
螺旋状の溝（４０ｄ）～（４０ｇ）と、これらの溝にそれぞれ連続する環状の隙間とから
構成される。斯かる隙間の大きさは、通常０．５～５ｍｍの範囲に設定される。
【００６６】
　また、各樹脂分配流路（４ｄ）～（４ｇ）においては、螺旋状の溝（４０ｄ）～（４０
ｇ）の上部（下流側）に隙間の大きさを部分的に大きくした拡幅部が設けられてもよい。
斯かる拡幅部を設けた場合には、押し出される溶融樹脂の微小な圧力変動を緩衝でき、よ
り均一に樹脂を押し出すことが出来る。更に、上記の拡幅部の上部（下流側）には、流路
の幅を小さくした絞り部が設けられてもよい。絞り部を設けた場合には、所定の吐出圧力
のを確保でき、集合流路（４）における樹脂積層時の層の厚さを一定に保持できる。
【００６７】
　集合流路（４）は、後述するオリフィス（７）に至る円筒状の隙間であり、第１～第３
モジュール（４１）～（４３）の上端側の円筒部分の外周面および第２金型部材（２）の
円筒部の外周面と、第１金型部材（１）の円筒部の内周面との間に形成される。集合流路
（４）としての隙間の大きさは、通常０．５～５ｍｍの範囲に設定される。
【００６８】
　また、集合流路（４）においては、各分配流路（４ｄ）～（４ｇ）から押し出される樹
脂が順次に積層されるため、当該集合流路の下端側から上端側へ向うに従い、その隙間の
大きさが段階的に拡幅される。更に、押し出される溶融樹脂の圧力変動を緩衝するため、
集合流路（４）と各分配流路（４ｄ）～（４ｇ）との合流点の下端側（上流側）には、隙
間の大きさを部分的に大きくした拡幅部が設けられてもよい。
【００６９】
　図１，図２及び図５に示す様に、上記の集合流路（４）の上端には、第２金型部材（２
）と第３金型部材とによって前記の集合流路（４）に連続する樹脂吐出口としてのオリフ
ィス（７）が形成される。オリフィス（７）は、第２金型部材（２）の上端側の円筒部と
第３金型部材（３）の上端側の小径の円筒部との間に形成される。
【００７０】
　具体的には、図２及び図５に示す様に、前述の第２金型部材（２）の円筒部上端の外周
部には、オリフィス内側構成部材としての短軸円筒状の内周側リング（２７）が組み付け
られている。一方、前述の第３金型部材（３）の上端側の小径の円筒部は、その上端部内
周側を一部刳り貫かれた形状に形成されることにより、短軸円筒状の外周側リング部（３
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７）を備えている。そして、第２金型部材（２）の内周側リング（２７）と第３金型部材
（３）の外周側リング部（３７）とによってオリフィス（７）が形成されている。
【００７１】
　更に、図１及び図２に示す様に、第３金型部材（３）の外周側リング部（３７）には、
当該第３金型部材の上端内周部の上記の刳貫き部分に架渡される状態で第３金型部材（３
）の上端外周部から挿通された例えば４本の調整ボルト（７４）が固定される。これら調
整ボルト（７４）の基端には、第３金型部材（３）の上端外周部から挿入された操作ロッ
ド（７５）が付設されており、かつ、操作ロッド（７５）は、第３金型部材（３）の上端
外周部に装着された外周支持ブロック（３８）の螺子穴に螺合している。すなわち、各調
整ボルト（７４）は、操作ロッド（７５）の左右の回転によって進退し、そして、第３金
型部材（３）の外周側リング部（３７）は、調整ボルト（７４）を進退させることにより
、拡径または縮径する方向に僅かに弾性変形する様に構成されている。
【００７２】
　上記の構成により、上記のオリフィス（７）は、操作ロッド（７５）を回転させて、そ
の隙間の大きさを調節し、樹脂の吐出量（積層された溶融樹脂全体の厚さ）を調整するこ
とが出来る。なお、オリフィス（７）の間隔（隙間の大きさ）は、通常、０．５～４ｍｍ
の範囲で設定される。
【００７３】
　また、図１，図２及び図５に示す様に、本発明の金型装置においては、第１金型部材（
１）と各外側樹脂供給モジュール（第４モジュール（５４），第５モジュール（５５））
と第３金型部材（３）とによって複数の外側層構成用の溶融樹脂の分配流路（５ａ）～（
５ｃ）及びこれらが合流する第２の集合流路（５）が形成される。
【００７４】
　図５に示す様に、外側層構成用の樹脂分配流路としては、第１金型部材（１）の円筒部
の外周面と第４モジュール（５４）の円筒部内周面との間に第３層用の溶融樹脂の分配流
路（５ｃ）が形成され、第４モジュール（５４）の円筒部の外周面と第５モジュール（５
５）の円筒部の内周面との間に第２層用の溶融樹脂の分配流路（５ｂ）が形成され、第５
モジュール（５５）の円筒部の外周面と第３金型部材（３）の大径の円筒部内周面との間
に第１層用の溶融樹脂の分配流路（５ａ）が形成される。
【００７５】
　上記の各樹脂分配流路（５ａ）～（５ｃ）は、各々、第１金型部材（１）の円筒部の外
周面、第４及び第５モジュール（５４），（５５）の円筒部の外周面にそれぞれ設けられ
た前述の螺旋状の溝（５０ｃ），（５０ｂ），（５０ａ）と、これらの溝にそれぞれ連続
する円筒状の隙間とから構成される。斯かる隙間の大きさは、通常０．５～５ｍｍの範囲
に設定される。
【００７６】
　また、前述の内側層構成用の分配流路（４ｄ）～（４ｇ）におけるのと同様に、外側層
構成用の各樹脂分配流路（５ａ）～（５ｃ）においても、押し出される溶融樹脂の微小な
圧力変動を緩衝し、樹脂の押出量をより均一にするため、隙間の大きさを部分的に大きく
した拡幅部が螺旋状の溝（５０ａ）～（５０ｃ）の上部（下流側）に設けられてもよい。
更に、内側層構成用の分配流路（４ｄ）～（４ｇ）におけるのと同様に、上記の拡幅部の
上部（下流側）には、流路の幅を小さくした絞り部が設けられてもよい。
【００７７】
　殊に、外側樹脂層の最も外側の層である第３層を構成する樹脂の分配流路（５ｃ）、す
なわち、第１金型部材（１）と第４モジュール（５４）と構成される分配流路は、第２の
集合流路（５）との合流点部分が絞られ且つ当該合流点の下端側（上流側）に隙間の大き
さを部分的に大きくした拡幅部を備えていてもよい。上記の様に分配流路（５ｃ）に拡幅
部と絞り部を設けた場合には、押し出される溶融樹脂の圧力変動を緩衝でき且つ第２の集
合流路（５）に対する第３層用樹脂の必要な押出圧力を確保できるため、多層フィルムに
おいて中間層に相当する第３層をより均一な厚さで成形できる。
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【００７８】
　第２の集合流路（５）は、前述の集合流路（４）に至る逆円錘台状に裾拡がりの環状の
隙間であり、第１金型部材（１）の円筒部の上端外周側の縮径部ならびに各外側樹脂供給
モジュール（第４モジュール（５４），第５モジュール（５５））の円筒部の上端外周側
の縮径部と、第３金型部材（３）の逆円錘台状の２段の縮径部分との間に形成される。第
２の集合流路（５）としての隙間の大きさは、通常０．５～５ｍｍの範囲に設定される。
また、第２の集合流路（５）においては、第７層用の樹脂を押し出す最も外側の分配流路
（５ａ）からの安定した樹脂の流れを確保するため、第５モジュール（５５）の上端部と
第３金型部材（３）の逆円錘台状の内周面で構成される隙間の大きさを当該第２の集合流
路の他の部位よりも大きく設定される。
【００７９】
　本発明においては、多層フィルムの中間層である第３層と第４層に相当する各溶融樹脂
の金型内での積層時間を短くするため、図５に示す様に、第２の集合流路（５）は、集合
流路（４）に対して、最上端側（樹脂押出方向最下流側）の内側層構成用の分配流路（４
ｇ）よりも更に上端側（下流側）で合流する様に構成される。
【００８０】
　すなわち、本発明の金型装置（１Ａ）においては、第２金型部材（２）の逆円錘台部分
が第１金型部材（１）の円筒部へ当該第１の金型部材の上端の位置よりも深く収容されて
いる。これにより、第１金型部材（１）の円筒部の上端外周部の縮径部と第３金型部材（
３）の上段側の逆円錘台状の縮径部分とで構成される第２の集合流路（５）の最下流部分
（出口部分）は、内側樹脂供給モジュールの第３モジュール（４３）及び第２金型部材（
２）で構成された分配流路（４ｇ）の出口部分（集合流路（４）との合流点）と、吐出口
であるオリフィス（７）との間の領域において集合流路に合流している。図５中の符号（
４Ｃ）は、集合流路（４）に対する第２の集合流路（５）の合流点を示している。
【００８１】
　本発明においては、集合流路（４）に対する第２の集合流路（５）の合流点（４Ｃ）を
上記の様に構成し、当該合流点をオリフィス（７）により接近させ、積層した場合にその
界面に乱れ等を生じ易い２つの樹脂を第３層と第４層として押し出すことにより、上記の
乱れ等を抑制することが出来る。上記の合流点（４Ｃ）からオリフィス（７）までの距離
（Ｌ）は、通常１０～３００ｍｍに設定される。
【００８２】
　上記の合流点（４Ｃ）からオリフィス（７）までの距離（Ｌ）を上記の様な範囲に設定
する理由は次の通りである。すなわち、オリフィスまでの距離（Ｌ）が１０ｍｍ未満の場
合には、溶融樹脂を積層した後にオリフィス（７）から吐出されて冷却されるまでの時間
が短いため、２層間（例えば第３層と第４層の間）の接着力が不足し、成形されたフィル
ムにおいて層間剥離が生じることがある。一方、オリフィス（７）までの距離（Ｌ）が３
００ｍｍを越えた場合には、溶融樹脂積層した後にオリフィス（７）から吐出されて冷却
されるまでの時間が長くなり、その間、界面における乱れや化学反応が進行し、成形され
たフィルムにおける品質低下を惹起する。
【００８３】
　オリフィス（７）の下端側（上流側）、すなわち、第２の集合流路（５）の合流点（４
Ｃ）よりも上端側（下流側）には、当該集合流路の隙間の大きさを大きくした拡幅部が設
けられてもよい。斯かる拡幅部の大きさは、通常２～１０ｍｍの範囲であり、オリフィス
（７）の間隔の０．５～４倍、好ましくは１．５倍に設定される。上記の様に、拡幅部を
設けた場合には、オリフィス（７）から吐出される積層溶融樹脂の圧力変動を緩衝できる
ため、フィルムの厚さ精度を一層高めることが出来る。
【００８４】
　また、本発明の金型装置（１Ａ）においては、その内部に流れる樹脂を適度な溶融状態
に保つため、各部材にヒーター及び温度制御用の温度センサーが付設される。例えば、ベ
ースプレート（６１）～（６３）の鍔の外周面、第１金型部材（１）の鍔の外周面、第４
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及び第５モジュール（５４），（５５）の鍔の外周面には、各々、面状のヒーター（９１
）が配置され、下段のベースプレート（６１）の下端面には、板状のヒーター（９２）が
配置され、更に、吐出口であるオリフィス（７）を構成する第１金型部材（１）の内周部
には、鋳込みヒーター（９３）が配置される。そして、金型装置（１Ａ）においては、各
部材に温度センサー（９５），（９６）が挿入されており、別途設けられた温度制御装置
により上記の各ヒーター（９１），（９２），（９３）の通電を制御し、各部材の温度を
一定に維持する様になされている。なお、図１中の符号（９４）は、ヒーター（９３）の
電力線を示す。
【００８５】
　金型装置（１Ａ）による多層フィルムの成形では、金型内において一定温度に維持した
溶融樹脂をオリフィス（７）から吐出し、かつ、空気配管（８）により所定圧力で空気を
吹き出しながら、樹脂を所定厚さの円筒形にブロー成形する。空気配管（８）は、金型の
中心部に配置され且つ内管および外管から成る二重管構造を備えており、金型装置（１Ａ
）においては、コンプレッサー等の空気供給手段から空気導入ポート（８１）に供給され
た加圧空気が空気配管（８）の内管を通じて給気口（８３）から吹き出され、また、多層
フィルム成形時の膨張した円筒状フィルムの内部圧力を一定に保持するため、余剰の空気
が排気口（８４）から回収され、空気配管（８）の外管および排気口（８４）を通じて排
出される様になされている。
【００８６】
　次に、金型装置におけるブロー成形時の溶融樹脂の流れについて説明する。押出機（２
Ａ）（図８参照）から押し出された複数種の溶融樹脂は、配管を通じて各樹脂導入ポート
（１ａ）～（１ｇ）に供給される。多層フィルムの第１層（最外層）を構成する溶融樹脂
は、樹脂導入ポート（１ａ）から導入され、下段のベースプレート（６１）の流路（６１
ａ），中段と下段のベースプレート（６２），（６１）の境界の流路（６１ａ２），中段
および上段のベースプレート（６２），（６３）の流路（６２ａ），（６３ａ），第１金
型部材（１）の鍔の流路（１１ａ），第４及び第５モジュール（５４），（５５）の各鍔
の流路（５４ａ），（５５ａ）及び第３金型部材（３）の円筒部の流路（３１ａ）を経て
、前述の分配流路（５ａ）の螺旋状の溝（５０ａ）に供給される。
【００８７】
　第２層を構成する溶融樹脂は、樹脂導入ポート（１ｂ）から導入され、中段のベースプ
レート（６２）の流路（６２ｂ）、上段と中段のベースプレート（６３），（６２）の境
界の流路（６２ｂ２）、上段のベースプレート（６３）の（６３ｂ）、第１金型部材（１
）の鍔の流路（１１ｂ）、第４モジュール（５４）の鍔の流路（５４ｂ）及び第５モジュ
ール（５５）の円筒部の流路（５５ｂ）を経て、前述の分配流路（５ｂ）の螺旋状の溝（
５０ｂ）に供給される。
【００８８】
　第３層を構成する溶融樹脂は、樹脂導入ポート（１ｃ）から導入され、上段のベースプ
レート（６３）の流路（６３ｃ）、第１金型部材（１）とベースプレート（６３）の境界
の流路（６３ｃ２）、第１金型部材（１）の鍔の流路（１１ｃ）、第４モジュール（５４
）の円筒部の流路（５４ｃ）を経て、前述の分配流路（５ｃ）の螺旋状の溝（５０ｃ）に
供給される。
【００８９】
　第４層を構成する溶融樹脂は、樹脂導入ポート（１ｄ）から導入され、中段のベースプ
レート（６２）の流路（６２ｄ）、下段と中段のベースプレート（６１），（６２）の境
界の流路（６２ｄ２）、中段のベースプレート（６２）の流路（６２ｄ３）、上段のベー
スプレート（６３）の流路（６３ｄ）、第１金型部材（１）の底部の流路（１１ｄ）、第
１モジュール（４１）と第１金型部材（１）の境界の水平な流路（１１ｄ２）を経て、第
１モジュール（４１）の底部の水平な流路（４１ｄ）に供給され、更に、当該流路から、
前述の分配流路（４ｄ）の螺旋状の溝（４０ｄ）に供給される。
【００９０】
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　第５層を構成する溶融樹脂は、樹脂導入ポート（１ｅ）から導入され、第１金型部材（
１）の鍔の流路（１１ｅ），上段のベースプレート（６３）と第１金型部材（１）の境界
の流路（１１ｅ２）、第１金型部材（１）の底部の流路（１１ｅ３）、第１モジュール（
４１）の底部の流路（４１ｅ）、第２モジュール（４２）と第１モジュール（４１）の境
界の水平な流路（４１ｅ２）を経て、第２モジュール（４２）の底部の水平な流路（４２
ｅ）に供給され、更に、当該流路から、前述の分配流路（４ｅ）の螺旋状の溝（４０ｅ）
に供給される。
【００９１】
　第６層を構成する溶融樹脂は、樹脂導入ポート（１ｆ）から導入され、第１金型部材（
１）の鍔の流路（１１ｆ）、上段のベースプレート（６３）と第１金型部材（１）の境界
の流路（１１ｆ２）、第１金型部材（１）の底部の流路（１１ｆ３）、第１及び第２モジ
ュール（４１），（４２）の各底部の流路（４１ｆ），（４２ｆ）、第２モジュール（４
２）と第３モジュール（４３）の境界の水平な（４２ｆ２）を経て、第３モジュール（４
３）の底部の水平な流路（４３ｆ）に供給され、更に、当該流路から、前述の分配流路（
ｆ）の螺旋状の溝（４０ｆ）に供給される。
【００９２】
　第７層（最内層）を構成する溶融樹脂は、樹脂導入ポート（１ｇ）から導入され、中段
のベースプレート（６２）の流路（６２ｇ）、下段と中段のベースプレート（６２），（
６１）の境界の流路（６２ｇ２）、中段および上段のベースプレートの流路（６２ｇ３）
，（６３ｇ），第１金型部材（１）の底部の流路（１１ｇ）、第１～第３モジュール（４
１）～（４３）の各底部の流路（４１ｇ）～（４３ｇ），第２金型部材（２）と第３モジ
ュール（４３）の境界の水平な流路（４３ｇ２）を経て、第２金型部材（２）の底部の水
平な流路（２１ｇ）に供給され、更に、当該流路から、前述の分配流路（４ｇ）の螺旋状
の溝（４０ｇ）に供給される。
【００９３】
　上記の様に各分配流路（５ａ）～（５ｃ），（４ｄ）～（４ｇ）に供給された溶融樹脂
は、集合流路（４）及び第２の集合流路（５）において積層されて押し出される。すなわ
ち、第３金型部材（３）と第５モジュール（５５）の間の分配流路（５ａ）においては、
第１層を構成する溶融樹脂が螺旋状の溝（５０ａ）に流れて第５モジュール（５５）の外
周を旋回し、分配流路（５ａ）の下流部に均一に分配され、当該分配流路から第２の集合
流路（５）に押し出される。
【００９４】
　第５モジュール（５５）と第４モジュール（５４）の間の分配流路（５ｂ）においては
、第２層を構成する溶融樹脂が螺旋状の溝（５０ｂ）に流れて第４モジュール（５４）の
外周を旋回し、分配流路（５ｂ）の下流部に均一に分配され、当該分配流路から第２の集
合流路（５）に押し出され且つ上流側の分配流路（５ａ）から押し出された第１層用の樹
脂の内周側に積層される。
【００９５】
　第４モジュール（５４）と第１金型部材（１）の間の分配流路（５ｃ）においては、第
３層を構成する溶融樹脂が螺旋状の溝（５０ｃ）に流れて第１金型部材（１）の円筒部の
外周を旋回し、分配流路（５ｃ）の下流部に均一に分配され、当該分配流路から第２の集
合流路（５）に押し出され且つ上流側の分配流路（５ｂ）から押し出された第２層用の樹
脂の内周側に積層される。
【００９６】
　一方、第１金型部材（１）と第１モジュール（４１）の間の分配流路（４ｄ）において
は、第４層を構成する溶融樹脂が螺旋状の溝（４０ｄ）に流れて第１金型部材（１）の下
端側の内周を旋回し、分配流路（４ｄ）の下流部に均一に分配され、当該分配流路から集
合流路（４）に押し出される。
【００９７】
　第１モジュール（４１）と第２モジュール（４２）の間の分配流路（４ｅ）においては
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、第５層を構成する溶融樹脂が螺旋状の溝（４０ｅ）に流れて第１モジュール（４１）の
下端側の内周を旋回し、分配流路（４ｅ）の下流部に均一に分配され、当該分配流路から
集合流路（４）に押し出され且つ上流側の分配流路（４ｄ）から押し出された第４層用の
樹脂の内周側に積層される。
【００９８】
　第２モジュール（４２）と第３モジュール（４３）の間の分配流路（４ｆ）においては
、第６層を構成する溶融樹脂が螺旋状の溝（４０ｆ）に流れて第２モジュール（４２）の
下端側の内周を旋回し、分配流路（４ｆ）の下流部に均一に分配され、当該分配流路から
集合流路（４）に押し出され且つ上流側の分配流路（４ｅ）から押し出された第５層用の
樹脂の内周側に積層される。
【００９９】
　第３モジュール（４３）と第２金型部材（２）の間の分配流路（４ｇ）においては、第
７層を構成する溶融樹脂が螺旋状の溝（４０ｇ）に流れて第３モジュール（４３）の下端
側の内周を旋回し、分配流路（４ｇ）の下流部に均一に分配され、当該分配流路から集合
流路（４）に押し出され且つ上流側の分配流路（４ｆ）から押し出された第６層用の樹脂
の内周側に積層される。
【０１００】
　集合流路（４）には、当該集合流路の外周側から集合流路（５）が合流点（４Ｃ）で合
流しており、斯かる合流点（４Ｃ）においては、集合流路（４）にて積層された第４～第
７層を構成する溶融樹脂に対し、第２の集合流路（５）で積層された第１～第３層を構成
する溶融樹脂が合流し、前記の第４～第７層を構成する溶融樹脂の内周側に前記の第１～
第３層を構成する溶融樹脂が更に積層される。そして、７層に積層された溶融樹脂は、集
合流路（４）の上端のオリフィス（７）から環状に押し出される。
【０１０１】
　本発明の金型装置（１Ａ）においては、上記の様に、多層フィルムの内側層である第４
～第７層を積層する集合流路（４）に対して、外側層である第１～第３層を積層する第２
の集合流路（５）が、最上端側（最下流側）の内側層（第７層）構成用の分配流路（４ｇ
）よりも更に上端側（下流側）の合流点（４Ｃ）で合流する様に構成されており、中間層
である第３層と第４層の各溶融樹脂の集合流路（４）内での積層時間を短くすることが出
来る。従って、本発明においては、積層した場合にその界面に乱れや科学反応を生じ易い
２つの樹脂を第３層および第４層の樹脂として押し出すことにより、前記の乱れや科学反
応を抑制することが出来る。その結果、成形される多層フィルムにおいて、波打ち現象な
どの外観不良を防止でき、また、透明性を一層高め、厚さ精度を更に向上させることが出
来る。
【０１０２】
　また、本発明の金型装置（１Ａ）によれば、前述した様に多層フィルムの各層の厚さを
２～２００μｍに設定することが出来る。すなわち、従来の金型装置では最大層間比率（
最も薄い層と最も厚い層の厚さの比率）が１：１０程度であったのに対して、本願発明の
金型装置（１Ａ）では、集合流路（４）及び第２の集合流路（５）に対する各分配流路（
４ｄ）～（４ｇ），（５ａ）～（５ｃ）の滑らかな合流構造、および、各流路に設けられ
た拡幅部によって溶融樹脂の圧力変動を防止する構造により、上記の様に、極めて薄い厚
さの層を高精度に形成でき、しかも、最大層間比率が１：１００となる様な広い範囲で層
の厚さを設定できる。
【０１０３】
　なお、本発明の金型装置（１Ａ）においては、内側樹脂供給モジュールや外側樹脂供給
モジュールの数を適宜変更することが出来る。また、図に例示した７層用の金型装置（１
Ａ）においても、樹脂導入ポート（１ａ）～（１ｇ）の一部を使用し、必要な流路を設定
してフィルムの層構成を変更することも出来る。
【図面の簡単な説明】
【０１０４】
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【図１】本発明に係る多層フィルムブロー成形用の金型装置の全体構造を示す縦断面図で
ある。
【図２】図１の金型装置における主要部の構造およびその内部の流路構成を示す縦断面図
である。
【図３】図１の金型装置に備えられたベースプレートの内部の流路構成を示す部分的な縦
断面図である。
【図４】図１の金型装置における第２金型部材および内側樹脂供給モジュールの内部の流
路構成を示す部分的な縦断面図である。
【図５】図１の金型装置における集合流路および第２の集合流路を示す部分的な縦断面図
である。
【図６】図１の金型装置における内側樹脂供給モジュールの構成を示す一部破断の展開図
である。
【図７】図１の金型装置における外側樹脂供給モジュールの構成を示す一部破断の展開図
である。
【図８】金型装置を含むブロー成形用設備の概要を示す配置図である。
【符号の説明】
【０１０５】
　　１Ａ　：金型装置
　　２Ａ　：押出機
　　３Ａ　：エアリング
　　４Ａ　：扁平化装置
　　５Ａ　：巻取機
　　１　　：第１金型部材
　　２　　：第２金型部材
　　２７　：オリフィス構成用の内周側リング
　　３　　：第３金型部材
　　３７　：オリフィス構成用の外周側リング部
　　４　　：集合流路
　　４Ｃ　：合流点
　　４ｄ　：分配流路
　　４ｅ　：分配流路
　　４ｆ　：分配流路
　　４ｇ　：分配流路
　　４０ｄ：螺旋状の溝
　　４０ｅ：螺旋状の溝
　　４０ｆ：螺旋状の溝
　　４０ｇ：螺旋状の溝
　　４１　：第１モジュール（内側樹脂供給モジュール）
　　４２　：第２モジュール（内側樹脂供給モジュール）
　　４３　：第３モジュール（内側樹脂供給モジュール）
　　５　　：第２の集合流路
　　５ａ　：分配流路
　　５ｂ　：分配流路
　　５ｃ　：分配流路
　　５４　：第４モジュール（外側樹脂供給モジュール）
　　５５　：第５モジュール（外側樹脂供給モジュール）
　　５０ａ：螺旋状の溝
　　５０ｂ：螺旋状の溝
　　５０ｃ：螺旋状の溝
　　６１　：ベースプレート



(20) JP 4985330 B2 2012.7.25

10

　　６２　：ベースプレート
　　６３　：ベースプレート
　　７　　：オリフィス（吐出口）
　　７４　：調整ボルト
　　７５　：操作ロッド
　　８　　：空気配管
　　８１　：空気導入ポート
　　８２　：空気排出ポート
　　８３　：給気口
　　８４　：排気口
　　Ｌ　　：合流点からオリフィスまでの距離

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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